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Abstract (en)
The method involves transporting a packaging element (12). The packaging element is moved by a sealing stroke transverse to a transportation
direction (A) towards a stamp tool (28), which carries a tear-off foil, and is pressed at the foil. The packaging element is heated to a temperature
required for subsequent sealing by a non-contact manner by a heating device (24) e.g. thermal radiator. The foil and the element are sealed
together under the effect of heat. The tool is moved towards the element by a feed stroke executed counter to the sealing stroke during sealing. An
independent claim is also included for a device for sealing a packaging element using a tear-off foil, comprising a conveyor device.

Abstract (de)
Verfahren zum Siegeln einer Aufreissfolie (16) auf ein Verpackungselement (12), das einen Siegelschritt umfasst, in welchem das
Verpackungselement (12) in einer Förderrichtung (A) gefördert wird und durch einen Siegelhub quer zur Förderrichtung (A) einem die Folie (16)
tragenden Stempelwerkzeug (28) zugeführt und an die Folie (16) angepresst wird, wobei die Folie (16) und das Verpackungselement (12) unter
Wärmeeinwirkung miteinander versiegelt werden, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Siegelschritt ein Aufheizschritt stattfindet, in dem das
Verpackungselement (12) berührungslos zumindest auf die zur nachfolgenden Versiegelung erforderliche Temperatur aufgeheizt wird, und dass im
Siegelschritt das Stempelwerkzeug (28) durch einen Zuführungshub entgegen dem Siegelhub auf das Verpackungselement (12) zu bewegt wird.
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